
스펀 레이스 부직포 55 % 우드 펄프 45 % 폴리 에스터 SMT 스텐실 롤

제품 세부 정보

 자료  목재 펄프 55 % + 폴리 에스터 45 %
 크기  수요에 따라
 무게  68gsm
 색깔  화이트
 핵심  플라스틱 또는 종이
 MOQ  50 롤
 견본  무료 샘플
 포트  상해

특색

  1. 그것은 붙여 넣기, 용제 및 접착제 흡수에 이상적입니다.
  2. 방직 용 섬유 또는 먼지
  3. 물자의 연약한 본질, 청소 목표에 찰상 없음
  4. 강한 액체 흡수 능력
  5. 어떤 화학 접착제도없이
  6. 우리는 고객의 요구에 따라 모든 크기의 제품을 생산할 수 있습니다.

신청

  1. SMT 제품 라인, 반도체 조립 라인에 사용
  2. 광학 제품, PCB 제품, 의료 시설

스펀 레이스 부직포 55 % 우드 펄프 45 % 폴리 에스테르 SMT 스텐실 롤

https://www.nonwovenwipesupplier.com/index.html
https://www.nonwovenwipesupplier.com/products/SMT-Understencil-Cleaning-Rolls.htm











